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Abstract (en)
The package (2) has a set of panels (12), base strips (14) i.e. foot strip, and fastening units e.g. clips, for the base strips packed in a packet (4). The
base strips are adapted to the packed panels, where the ratio of total length of the packed base strips to the total surface area of the packed panels
lies between 0.5 and 3 m/square m. The packet has two areas (8, 10) that are separated from each other by packaging material. The panels are
arranged in the former area (8), and the base strips are arranged in the latter area (10).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Paneelverpackung fiir FuBboden- oder Deckenbelag, insbesondere LaminatfuBbodenpaneele, bestehend aus einem
Paket (4, 24), wobei in dem Paket (4, 24) Paneele (12, 36) verpackt sind und wobei in dem Paket (4, 24) zusétzlich an die verpackten Paneele (12,
36) angepasste Sockelleisten (14, 38) sowie Befestigungsmittel fir die Sockelleisten (14, 38) verpackt sind. Die Erfindung betrifft weiterhin ein
Paneelverpackungsset fur FuBboden- oder Deckenbelag, insbesondere LaminatfuBbodenpaneele, mit einem ersten Paket (64), in welchem Paneele
verpackt sind, wobei mindestens ein weiteres Paket (66, 68) vorgesehen ist, in welchem an die verpackten Paneele angepasste Sockelleisten sowie
Befestigungsmittel fur die Sockelleisten verpackt sind.
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